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１．概要（Summary） 

昨今、省エネルギーなどを目的とした部品の高精度

化・高性能化が進んでいる一方で、加工コストは下げなけ

ればならない状況にある。 

高性能工具を作製する際に c-BNやダイヤモンドなど高

硬度な工具材料を用いることで、更なる高精度化・高寿命

化を図ることができるが、工具形状の形成が難しく、作製

時間がかかりコストがかかってしまう。 

現在の設備で加工条件を変えること考えられるが特に最

も硬いダイヤモンドは脆性材料であるため、最適条件以

上の圧力やエネルギーが加わった際には脆性破壊を起

こしたり工具にひずみが残り初期に破壊の原因になったり

する。 

昨年度、名古屋大学の微細加工プラットホームを利用

させて頂き、イオンエッチング装置にてダイヤモンド基板

を加工した。この表面形状を調べるためAFM観察を行っ

た。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

 ICPエッチング装置一式 

 

・実験方法 

サムコ社製 RIE800 を用いて単結晶ダイヤモンド基板

を Table1 の条件でプラズマエッチングを行った。この結

果Fig.1に示すようにエッチングされた。このエッチング部

分の AFM観察を行った。 

       

 

 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

エッチング加工部の観察結果を Fig.2 に示す。ドットの

ような丸い物が見られた。断面プロファイルで確認した所

Fig.3の様にクレーター状の穴が観察できた。 

 工具としての使用を考える際に加工後の面にクレーター

状の穴が生じることは強度上好ましくないと考えるため、別

の手法での加工を検討する。 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 

Etching part 

 

Non etching part 

Fig.1 Picture of single crystal diamond. 

Table.1 Condition of etching. 

Fig.2 AFM image of diamond substrate after etching. 

Fig.3 Cross-sectional profile of diamond substrate 

after etching. 


